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:
Brightness grading

:
Voltage grading

:
Wavelength grading

Code Min Max Unit Test conditions
A4 300 400

mcd IF=20mA

A5 400 500
A6 500 700
A7 700 900
A1 50 100
A2 100 200

Code Min Max Unit Test conditions

N12-7 1.8 2.0

V IF=20mAN12-8 2.0 2.2

N12-9 2.2 2.4

Code Min Max Unit Test conditions

HY03 585 587.5

nm IF=20mA

HY04 587.5 590
HY05 590 592.5
HY06 592.5 595
HYG03 565 567.5
HYG04 567.5 570
HYG05 570 572.5
HYG06 572.5 575
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注: 如无另外注明，测试环境温度为 25 + 5 C./Note: If not otherwise indicated, the test environment temperature is 25 + 5 C.

Typical Characteristics Curves
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注: 如无另外注明，测试环境温度为 25 + 5 C./Note: If not otherwise indicated, the test environment temperature is 25 + 5 C.
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Testing time
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Failqty

耐久性测试

Endurance

test

工作寿命

Working life
Ta=25℃±5℃,IF=20mA 1000hrs 22 PCS 0/1

高温高湿实验

High temperature and

high humidity

experiment

Ta= 85±5℃, RH= 85～90% 1000hrs 22 PCS 0/1

高温储存

High-temperature

storage

环境温度Ta= 85±5℃ 1000hrs 22 PCS 0/1

低温储存

Low temperature

storage
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Outline Dimension

备注(Note)：
1. 标注尺寸单位为毫米

Dimensions are in millimeters.
2. 除特别标注外，所有尺寸允许公差Ñ 0.25mm .

Tolerances unless mentioned are Ñ 0.25mm.
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2
Precautions (2)

Design Consideration

* 设计电路时，通过 LED 的电流不能超过规定的最大值，同时，还需使用保护电阻，否则，微小的电压变 化

将会引起较大的电流变化，可能导致产品损毁。

建议使用以下（A）电路，该电路能够很好的调节通过每个 LED 的电流； 不推荐使用（B）电路，该电路 在持

续的电压驱动下，LED 的正向电压（VF ）发生变化，电流会随之而发生变化，可能使某些 LED 承受高于

规定的电流值。
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3
Precautions (3)

Others：

*直接用手拿取产品不但会污染封装树脂表面，也可能由于静电等因素导致产品性能的改变。过度的压力也可能直接影响封装内部

的管芯和金线，因此请勿对产品施加过度压力，特别当产品处于高温状态下，例如在回 流焊接过程中。

*When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not one_t oen ynanh ytc
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